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先進晶片的設計與製造，已經是龐然大物，一般的人力早已無力負擔。幸好，AI來了。有了

AI加入之後，它大幅提升了IC設計的效率，無論是前段的設計優化，或者是後段晶片驗證，

它都帶來了無與倫比的改變。

這當然其來有自，我們可以從一顆先進處理器晶片裡的電晶體數目看出一個端倪。一顆運算

晶片中不僅擁有龐大的電晶體數量，還牽涉了無數的電路布局和邏輯整合，想要單靠人力來

開發，幾乎就是個不可能的任務。再加上越來越緊迫的上市時程，和越來越短的產品生命週

期，若沒有點石成金的工具，即使是擁有最新鮮的肝，晶片工程師們也沒有辦法如期完成，

只能束手就擒。本期封面故事『AI幫你造晶片』探討如何透過AI技術來加快晶片設計的步

伐，讓工程師只需要負責創意的發想，所有複雜的工作交給EDA工具即可輕鬆完成。

軟體定義汽車是繼新能源汽車之後，下一個被討論的熱點。傳統汽車通常依賴於硬體固定功

能，是指搭載了大量軟體和電子控制系統，以軟體為主導的汽車。更加強調軟體的靈活性和

彈性，軟體在其中扮演著關鍵的角色。軟體定義汽車的重要性可從幾個層面來觀察。首先是

彈性和可更新性，其次是實現自動駕駛技術和智能化的能力。封面故事『軟體定義汽車』將

分析目前的市場發展、技術挑戰、未來展望等議題，並探勘相關解決方案供應商的產品現

況。

隨著ChatGPT的問世，再次引爆全球對於AI的討論狂潮，面對日新月異的科技發展，如何善用

技術達到精準智慧醫療，是近幾年國際醫療圈的熱門話題，台灣各大醫療院所也紛紛投入鉅

資，提升醫療品質。根據衛生福利部統計處111年的統計，全台擁有6,813間牙科診所，遍布

密度已超越便利超商，競爭激烈的牙科市場，不僅醫療服務走向精緻化，病患對牙醫的專業

能力，以及診療品質的期待也越來越高。本次東西講座特別邀請dentall台灣牙e通技術長汪庭

宇，共同探討人工智慧應用於台灣牙科圈有哪些重磅挑戰，以及能夠激發出何種創新火花。

放眼本期的雜誌內容，從走在科技尖端的晶片設計、到你我身邊每日都必定接觸到的汽車、

甚至醫療診所，都圍繞著近期最為熱門的AI議題，可以說AI已經不再高不可攀，而是正加速

落地，飛入尋常百姓家。

AI飛入尋常百姓家

ER1.indd   6ER1.indd   6 2023/7/26   上午 10:20:192023/7/26   上午 10:20:19
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洪春暉
資策會產業情報
研究所(MIC)所長

chrishung@micmail.iii.org.tw

「信任」是供應鏈綠色轉型的關鍵

在聯合國等國際組織的引領之下，歐洲、北

美等多數政府已提出國家級的減碳承諾，國

際大廠也對供應體系中的上、中、下游廠商

施加更大的減碳要求力道，不可諱言的，「

供應鏈減碳」已是當前必行的道路。但上下

游企業以及客戶之間，是否已建立足夠的「

信任」（Trust）機制，已然成為達到成功綠

色轉型最深層的挑戰。

將升溫抑制在1.5°C，成為全球 
新生命線

聯合國之下的「政府間氣候變化專門委員

會」（Intergovernmental  Panel  on  Climate 

Change；IPCC）在2021年的「第二十六屆

聯合國氣候變遷大會」之中，提出全球的

「1.5℃新生命線」倡議，認為全球必須致

力守住1.5℃以下的氣溫提升為目標，否則

將可能引起不可逆轉的氣候系統變化。而此

一倡議，也於2022年底第二十七屆聯合國

氣候變遷大會之中不斷被提及，已成為全球

對於氣候變遷、淨零碳排的共識。

在聯合國等國際組織的引領之下，歐洲、北

美等多數政府已提出國家級的減碳承諾。此

外，在2021年4月全球共有橫跨250家金融

機構成立「格拉斯哥零碳金融聯盟」，揭示

銀行、資產投資、保險等業者將「赤道原

則」（Equator  Principles,  EP）具體化，並

以金融投資審核為主要工具，持續落實「氣

候撤資」標準，倡議對投資組合的除碳化，

輔導資產擁有人將「淨零碳排」等企業推動

項目納入投資目標之中。同時，也支持企業

推動供應鏈的綠色轉型，以及投資與淨零碳

排有關的新興科技項目。

數位＋信任，推動供應鏈減排的 
必須思維

隨著各國政府與國際大廠對於供應商管理的

力道加大，上游企業所面對的淨零碳排、減

碳的壓力勢必持續增加，在此同時，企業也

必須面對更多延伸出新興制度與規範所建構

出的「新遊戲規則」。

其中，最為挑動上游企業敏感神經的，除了

推動綠色轉型過程之中，所可能衍生出的成

本之外；經常被忽略的是在此過程之中，企

業內部的營運與生產資訊，會不會在此一過

程遭受到不可預期的風險。例如以數位化工

具推動供應鏈中的企業進行導入，但不同企

業之於數位化工具的經驗，以及資訊安全的

資源投入程度並不相同。

再者，部份生產數據，包括使用的物料、設

備、製程等，也屬於企業「內部知識」，而

這些知識也被企業視為競爭力來源，甚至是

「供應商議價能力」（Bargaining  Power  of  

Suppliers）的基礎。

上述這些因素，也都一再地讓「信任」有了

不同層次的多元演繹。不可諱言的是，「供

應鏈減碳」是當前必行的道路，但若未能從

實務層次來探索不同利害關係人的角色與

立場，那麼，最終也皆將淪為價值層次的討

論。因此，除了Green  by  Digital之外，我們

更應該倡議的是Green  by  Trust，讓淨零碳

排的目標更加具體落實。

（本文為施柏榮、洪春暉共同執筆，施柏榮

為資策會MIC產業顧問兼副主任）
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NEWS ANALYSIS 新聞分析

近期，AMD的董事長兼執行長蘇姿丰來台，並談及了公司對AI

的重視以及未來在AI運算產業的發展方向。根據媒體報導，蘇

姿丰認為AI的市場現在才剛開始，至少還會持續五到十年。而

AMD也將AI視為投資的首要項目，並計劃在未來五年內將其產

值增加至1500億美元。

蘇姿丰是AMD在2008年金融危機後接任CEO的重要人物，她的

領導和策略使得AMD得以起死回生，重新競爭並成為Intel的勁

敵。AMD在她的領導下專注於研發高性能處理器，如Ryzen和

EPYC系列，這些處理器在性能和價格方面與Intel展開了激烈競

爭。蘇姿丰的領導讓AMD不斷保持創新，這種持續創新並不僅

限於處理器，也包括顯示卡和其他硬體產品，AI更是近期AMD

著眼的目標。

蘇姿丰提到AMD的AI發展是一個長期策略，而併購賽靈思則是

其中的關鍵起手式。購併賽靈思後，AMD能夠實現從伺服器、個

人電腦以及AI應用等不同領域的強大運算效能，也讓AMD運算

真正落實到所有這些應用層面中。

在AI運算中，除了GPU效能之外，FPGA也將在AI發展路上扮演非

常重要的角色。FPGA的可編程性使其在特定AI工作負載下，能

夠提供高度的性能優勢。FPGA可以根據不同的應用需求重新配

置其硬體電路，在特定任務上進行高效率的運算。這使得FPGA

成為一種高度靈活且可定製的運算硬體，對於處理各種不同的

AI工作負載非常有用。而AI運算通常涉及大量的數據和複雜的

運算，FPGA所具備的高度並行運算能力，可以同時執行多個任

務，並在多個資料通道上進行運算，這使得FPGA能夠高效處理

大規模的AI模型和數據庫。

相較於傳統的CPU和GPU，FPGA在處理AI運算時通常表現出較

低的功耗。這對於在資源有限或電力受限的設備上實現AI運算

非常有利，如嵌入式系統或物聯網設備。另外，FPGA的設計週

期相對於ASIC更短，且成本較低。這使得FPGA成為快速推出AI

解決方案的理想選擇，尤其在不斷變化的AI應用中，快速上市

對於取得競爭優勢至關重要。而隨著AI技術持續演進，新的模

型和演算法不斷涌現。FPGA的可編程性更容易適應新的AI演算

法，並在硬體層面進行優化，實現更高的性能。

在AI運算市場競爭中，AMD的策略是持續推出更優秀的產品，

以滿足客戶需求。透過併購賽靈思，他們能夠擴大在AI領域的影

響力，並透過多元化的產品線滿足不同客戶的需求。這將有助於

確立AMD在AI運算產業中的地位，並提高其在全球AI市場上的

競爭力。

從過去與Intel並駕齊驅，到現在有機會追趕Nvidia的腳步，蘇姿

丰此次來台強調了AMD對AI的戰略投資，並展望未來在AI運算

產業中的發展方向。成功併購賽靈思之後，AMD有更好的機會

應對AI市場競爭，並在AI領域站穩腳步，成為全球AI產業的重要

參與者，然而AI領域需要持續努力與創新才有機會取得成功，這

步新戰略能否帶領AMD成為AI領域的另一把交椅，值得持續關

注。(王岫晨)

蘇姿丰領軍的AI起手式 能否成為AMD扶搖直上的新戰略？
除了GPU，FPGA也將在AI發展路上扮演非常重要的角色

SEMI國際半導體產業協會於北美國際半導體展SEMICON  West 

2023公布《年中整體OEM半導體設備預測報告》，預估全球半

導體製造設備銷售總額將先蹲後跳，今(23)年較2022年創紀錄的

1,074億美元下滑18.6%至874億美元，並預測將於2024年出現反

彈力道，在前段及後段部門共同驅動下，再次回到1,000億美元

水準。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸分析：「半導體設備市場歷

經多年歷史性榮景後，2023年進入調整期，透過高效能運算和遍

地開花的聯網商機領軍，將可望於2024年出現強勁反彈，對市場

長期穩健成長預測保持不變。」

SEMI：2023年全球半導體設備銷售總額達870億美元

NA新聞分析.indd   10NA新聞分析.indd   10 2023/7/26   上午 11:09:172023/7/26   上午 11:09:17
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自從台灣號稱「5G元年」並齊聚5大電信商，發動史詩級的競標

頻譜大戰以來，雖然各家事後皆稱已挖到了心中所想的魚腹、魚

頭、魚尾，但後續期待衍生的5G垂直應用場域，卻先後受到外有

美中科技戰、疫情影響，內有主管機關無心無力的大環境不佳

條件下，導致發展（蝸？）牛步化，直到今年才藉組織重整初見

轉機，可望於製造業率先落地。

早在2019年底台灣各大電信業者激烈爭奪5G頻譜執照，最終

以1,421.91億元天價結案迄今，台灣5G發展迄今已滿3年，但「

用戶低於預期、缺乏有感應用」則為現實，對於專網發展至今

仍處於POC（概念驗證）階段，且如何計算投資5G的回報率，也

需要時間量化。其中除了受限於布建成本過高和頻譜限制，現

今智慧工廠用R15網路只是「3A（AGV、AMR、AOI）」工廠，還

未有R16具有工業物聯網很重視的時效性網路（Time-sensitive 

Networking；TSN）特性，R16~R17版本的真正大頻寬eMBB、低延

遲URLLC、廣連結mMTC設備，以達成智慧工廠或車聯網時代真

正所需的5G專網高可靠度、低延遲技術。

台灣過去分別管制與推動數位內容及產業的國家通訊傳播委員

會（NCC）則無力也無心負責推廣，雖在去年已宣示開放5G專網

頻段4.8~4.9GHz，卻直到數位發展部成立後接收「5G專頻專網」

業務，始總算在下轄數位產業發展署積極推動下略有寸進，完成

《行動寬頻專用電信網路設置使用管理辦法》，並自6月5日正式

開放企業申請5G專網，執照期限最長10年，讓業者可進行長期

規劃，發揮5G最大營運效益，於製造端、供應端創造商機。

該管理辦法中的3大重點，包括：「降低建置成本」、「應用開

放」與「簡化申請程序」，藉以更符合5G專頻專網使用者的實用

需求。除了開放網路共用、採場域實際使用面積計算，並依目前

規劃頻率使用費前2年提供4折、第3年6折、第4年8折優惠；同時

比起電信商更簡化專頻專網申請程序，將基地台及網路審驗合

一，並採書面審驗。

據悉，如今已有電信業者直呼「太扯」，強調非電信業者能享有

頻譜申請自建5G專網，已經不用支付高額標金，頻率使用費每年

每單位僅約3萬~5萬元，且前兩年再打4折的低廉費用，等於賤賣

頻譜這個全民資產既不合理。相較之下，電信業者當年支付上千

億元高額4G、5G頻譜標金，加上每年負擔超過30億元頻率使用

費，不啻「被剝兩層皮」。

目前除了已陸續在北中南舉辦4場輔導說明會，數位部為此舉行

「5G專網數位韌性與多元創新國際論壇」，特別邀請國外政府

代表、國際產業專家，包含日本NTT DOCOMO標準長中村武宏

（Takehiro Nakamura）、歐洲重要科學研究機構，弗勞恩霍夫電

信研究所無線通訊和網路部門負責人Thomas Haustein；以及台

灣具代表性業者，分享5G專網推動經驗及實際應用案例交流，

現場也邀請9家5G專網應用業者展出實證案例，卻獨缺電信業

者代表。隨著2023年台灣企業專網頻段開放申請，產業勢必再

掀話題。從3大電信商反應看來，補助政策似有砍中要害，相關

業者應臨淵履薄慎行，以確保在技術、應用真正成熟前做好準

備。(陳念舜)

5G智慧工廠垂直應用有譜？上下游冷暖自知
政府法規是發展關鍵 鬆綁放寬勢在必行

隨著全球現有火力發電廠逐步退役，以及台灣政府推動淨零排放

的積極舉措，進而加速可再生能源的部署。其中，太陽能在可再

生能源市場的滲透率處於領先地位。

根據彭博新能源財經（New  Energy  Finance,  BNEF）所發布的儲能

市場長期展望報告（Long-Term  Energy  Storage  Outlook  2023）指

出，全球儲能市場規模於2022年再創新高，增加了16吉瓦（GW）

／35吉瓦時（GWh）的容量，相較於2021年增長68%。

太陽能結合電池儲能 加速綠能普及腳步
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文／imec；編譯／吳雅婷

光子晶片如果能根據不同的應用，透過重新設計程式來控制電路，那麼就能降
低開發成本，縮短上市時間，還能強化永續性。

可程式光子晶片的未來動態

（source：imec）

電
子電路擅長快速運算，而光子電路適合用

來傳輸資料。但後者的主要劣勢在於開發

新型光子積體電路不光耗時，就連成本也相當高

昂，因此難以擴展應用。

光子晶片如果能根據不同的應用，透過重新設計

程式來控制電路，那麼就能降低開發成本，縮短

上市時間，還能強化永續性。可程式設計的晶片

需要大量的高效光電致動器來切換、分離與過濾

光訊號。透過引進微機電系統（MEMS）與液晶

技術方案，研究人員現已著手研發可重構大型光

子積體電路的低功耗構件。這些具備多功能的光

子晶片將能加速橫跨多元產業的各式應用，包含

（生物）感測、醫療科技及資訊處理。

儘管如此，光子晶片與電子晶片並不相同，前者

必須針對應用進行客製化，後者則能在購買成規

產品後，依照定製的用途進行調校。為了達到最

佳效能，光子晶片上用來定義光線路徑的電路皆

固定不動，且按原樣製造，並無重設電路配置的

彈性。每個新應用都需要新的晶片設計。

歐洲推動開發可程式光子電路的低功耗光電閘極
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任職於比利時根特大學（Ghent University）與比

利時微電子研究中心（imec）的Wim Bogaerts教

授目前正在協調進行一項歐盟資助的共同研究計

畫，致力於開發可程式矽光子晶片，他表示：「

設計、製造與測試光子晶片不僅耗時，而且價格

不斐。因應不同的設計目標與迭代（iteration）

次數，從概念發想到完成產品研發很可能要

5~6年，這樣的開發時程對創新者來說是一大阻 

礙。」

Bogaerts教授認為，把光子晶片的原型開發時程

從數年縮短至數月，甚至是數周，將能大幅增進

其用途與應用多樣性。

他接著說道：「我們想開發一套光子晶片平台，

讓光子晶片上的電路能重複進行程式設計，實現

不同的功能。不過，與針對單一功能的專用光子

電路相比，可程式晶片的尺寸更大，也更複雜，

必須面臨自身的挑戰。其所用的基本光學元件除

了必備超高效率，還需要更多的控制元件與軟體

程序。」

幾十年來，我們見證了一場電子技術革命真實上演。光子技術也踏上
同一條路，正在快速成長，如今，單個光子晶片已能整合多達數十萬
個零組件。

圖一：把光子晶片的原型開發時程從數年縮短至數月，將能大幅增進其用途與應用多樣性。(source：imec)
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微機電系統（MEMS）與液晶技術

可程式光子積體電路的基本光學元件就是光學閘

極。這是一種具備雙輸入與雙輸出的波導元件，

包含一顆能控制波導相位延遲的相移器（phase 

shifter），以及一顆負責混合或分離波導的可調

耦合器。傳統做法是利用晶載加熱器來控制光子

晶片的閘極，但每個加熱器都會增加數毫瓦的功

耗。

2018年，由歐盟資助的MORPHIC計畫開跑，目

標是運用先進的微機電（來改良可程式設計的矽

光子晶片。微機電系統（MEMS）是小型的機械

式致動器，尺寸僅數微米，能夠改變波導之間的

距離。

然而，移動式波導元件必須採用獨立式設計，亦

即處於懸空或真空狀態，但傳統的矽光子波導由

氧化矽層或其它介電材料進行包覆封裝。該團隊

集結六位研究夥伴，共同解決了這項問題，除了

局部移除波導下方的支撐層，使其得以移動，也

採用晶圓級封裝來保護這些獨立式微機電元件。

這樣一來，光學相移器的功耗就能達到奈瓦等

級，還能以100x100µm2的超小尺寸與光子晶片

整合。這些微機電波導與大型光子電路連接，並

透過高密度的中介層技術，與客製化的多通道驅

動與讀取元件的電極相連。該研究團隊演示了這

些微機電元件從製造、封裝到電路配置的過程，

顯現其作為矽晶片的高效光學調變機制確實可

行。

接下來，Bogaerts教授及其團隊也會探索將液晶

技術用於可程式光子晶片的可能性。液晶具備雙

折射的特性，轉動液晶分子就能改變其折射率。

研究團隊取得歐洲研究院（European Research 

Council）兩項經費補助（PhotonicSWARM及LIQ-

UORICE計畫），透過嵌入由液晶包覆的波導元

件，現已成功把液晶分子整合至全功能的矽光子

晶片。波導內的光可以感應到液晶分子的局部方

向性，而液晶分子能由鄰近的電極驅動。運用長

度為50㎛的相移器，該團隊成功以5V的驅動電壓

達到0.8π的相位差，功耗僅數微瓦。

Bogaerts表示：「理想的相移器速度要快，功耗

極低，光學損耗小，光學路徑短，還要具備小尺

寸。可想而知，要開發出完全符合上述條件的元

件十分艱難，但我們正在朝此邁進。現在，我們

手上還有兩種候選技術，極有可能成為我們心中

的理想相移器。」

圖二：PHORMIC計畫將解決可程式矽光子晶片開發的另一
項挑戰：把轉印而來的光放大器與光源整合在同一晶片上。

IO1.indd   14IO1.indd   14 2023/7/26   上午 11:12:362023/7/26   上午 11:12:36


